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	→内容简介

	芯片市场的持续走低，并没有因为智能手机市场的强劲需求而受到冲击。由于欧美经济不佳以及中国制造业的下滑，今年第二季度全球芯片销售额为770亿美元，同比下降3%。由于芯片厂商仍然面临不少问题，预计今后几个季度全球芯片市场的情况会加剧恶化。在全球十大芯片厂商中，有六家的业绩出现下滑现象，其中日本和欧洲厂商受到的影响最为惨重。对于部分芯片厂商而言，2012亦是“寒冬”也是“低谷”。今年下半年，由于市场对全球经济的担忧，芯片厂商的状况会继续恶化。预计，2012年全球芯片销售额增速将低于去年1.4%的水平。最新研究表明，PC需求疲软令内存等相关零部件的市场需求低迷，进而又对芯片销售带来冲击。销售额的进一步下降会直接影响到各大芯片厂商未来趋势的发展。据数据显示，第二季度英特尔仍然是全球第一大芯片厂商，当季销售额达到120.1亿美元，比去年同期增长3.1%，市场份额达到16%;三星位居第二，销售额为75.7亿美元，同比增长5.8%，市场份额为10.1%。但就地区而言，东芝、Renesas等日本芯片厂商的销售额都出现两位数的下滑，而日本整个芯片市场的销售额同比下滑4.6%。全球芯片厂商陷入困境，业绩明显下滑。部分企业的销售额甚至出现了两位数字的同比下滑。欧洲地区芯片销售额下滑了8.3%，其中，意法半导体和英飞凌等芯片厂商的销售额就出现了两位数的同比下滑。
在出口的刺激下，中国芯片设计市场走上高速增长道路，2013-2015年销售额将扩大一倍。2015年中国无厂半导体公司的营业收入将从2010年的52亿美元增长到107亿美元。2010年营业收入比2009年的42亿美元增长23.6%。2011年营业收入将达到57.4亿美元，比2010年增长11.3%。“十二五”期间集成电路产业的销售收入将倍增。《规划》提出，到“十二五”末，集成电路产量超过1500亿块，销售收入达3300亿元，年均增长18％，占世界集成电路市场份额15％左右，满足国内近30％的市场需求。集成电路产业是电子信息产业的核心和基础，“十二五”期间，我国将从国家战略层面出发，做好顶层设计和统筹规划，形成推动集成产业发展的合力。《规划》还要求，“十二五”芯片设计业占全行业销售收入比重提高到三分之一左右，芯片制造业、封装测试业比重约占三分之二，形成较为均衡的三业结构，专用设备、仪器及材料等对全行业的支撑作用进一步增强。同时，培育5-10家销售收入超过20亿元的骨干设计企业，1家进入全球设计企业前十位；1-2家销售收入超过200亿元的骨干芯片制造企业；2-3家销售收入超过70亿元的骨干封测企业，进入全球封测业前十位；形成一批创新活力强的中小企业。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、工业和信息化部、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、计算机行业协会、中国电子元件行业协会、中国半导体行业协会、中国行业研究网、国内外相关刊物的基础信息以及各产业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对我国芯片设计行业发展现状、发展趋势、竞争格局、投资前景等进行了分析，重点对芯片设计营销策略和营销渠道等方面进行了深入探讨，是芯片设计企业、研究单位、销售企业以及相关企业和单位、计划投资于芯片设计行业的企业等准确了解目前中国芯片设计市场发展动态，把握行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。
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